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Power modules are required high reliability as energy saving technology. It is important to image current crowding 
which causes devices destruction. In this study, we developed the 16-channels micro magnetic flux sensor array and the 
amplifier to realize current imaging in power modules. We report the structure, flat sensitivity technology, noise 
reduction, data handling program and imaging tool on GUI. 
キーワード：パワーモジュール，IGBT，電流集中，電流分布，高信頼性，磁束センサアレイ 
(Power module, Insulated Gate Bipolar Transistor, Current crowding, Current distribution, High reliability, 
Magnetic flux sensor array) 
 
1. はじめに 

















図 1 測定方法の外観 






















ており、片面 5 ターンである(図 3 参照)。今回実験に用いた
アンプを用いると、アンプを通したセンサの感度は、
100mA/V である。積層された各々のフィルムセンサの位置


























 ........................ (１) 
S(t)、V(t)、t、ΔA、ΔCR はそれぞれ磁束信号、出力電圧、
 
図 2 16 チャンネル磁束センサアレイの構造 
Fig. 2. 16-Channel sensor array 
configuration. 
 
図 3 コイルセンサの構造 
Fig. 3. Sensor coil structure. 
 
(a) Original signals (before digital calibration) 
 
(b) Calibrated signals (After digital calibration) 
図 4 ターンオフ時の各センサ信号 
















基板に影響するノイズを 9 割削減した。 
3. 電流分布の可視化 







に、センサをワイヤから 0.5mm 離した場合と 1.5mm 離し






本、4 本、8 本と異なる IGBT を測定した。測定方法は L 負
荷のダブルパルス試験で、電圧 100V 電流 100A である。測




(a) Original signals (before digital calibration) 
 
(b) Calibrated signals (after digital calibration) 
図 5 キャリブレーション前と後の信号波形  
Fig. 5. Signal waveform before/after digital calibration. 
4／6 
め磁束信号は連続して見られた。 
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図 6 シールドケースによるノイズ低減 
Fig. 6. Noise reduction by shield case. 
 
(a) Low sensor array position 
 
(b) High sensor array position 
図 7 高さ差分によるノイズ除去 
Fig. 7. Noise cancel method by differential 
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Fig. 8. Demonstration of current distribution imaging with 2, 4 and 8 bonding wires. 
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図 9 GO / NO GO 判断の流れ 





(a) Standard score in statistics for parallel IGBT chips of maker A 
 
(b) Standard score in statistics for parallel IGBT chips of maker B 
図 11 IGBT 並列チップに対する統計処理の偏差値 
Fig. 11. Standard score in statistics for parallel IGBT chips. 
 
図 10 評価に用いた IGBT チップ 
Fig. 10. IGBT chips for the evaluation. 
